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公司简介

 注册地 —— 开曼群岛

 全球运营总部 —— 成都芯源系统有限公司

 研发 —— 中国大陆

 生产 —— 中国大陆



公司简介

MPS： 全球电源解决方案半导体公司

创立和上市： 1997 年创立于硅谷，2004 年成功于美国纳斯达克上市 (NASDAQ: MPWR)

营收： 2020 年达 55 亿人民币（相比2019年增长34%）

员工： 2600 人以上（全球）

产品： 在工业、汽车、消费类电子和云计算等领域共有 4000 多种产品

总部: 柯克兰，华盛顿州

2

加州圣何塞，美国制造工厂

质量/可靠性设备:
• 美国圣何塞和中国成都

• 老化实验室：约 280㎡

• 2 个最先进的故障分析实验室

生产设备

• 测试工厂

• MPS 成都测试工厂

• 全球测试厂合作伙伴

• 封装厂

• 全球封装厂合作伙伴

• IATF (1) 认证晶圆厂
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四川成都, 中国制造工厂

注：
(1)  IATF: (International Automotive Task Force) 国际汽车工作组

公司简介

SMIC 中国 8”, 12”

HHGrace 中国 8”, 12”

ASMC 中国 8”

Key Foundry 韩国 8”

TSMC 台湾地区 8”

无尘室



全球战略布局
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显著的营收自发增加

* 华尔街分析历史平均收益 单位：￥亿元

MPS 同行

2020 +34.5% 3.2% (财年)

2019 +7.8% -8.0%

2018 +23.7% +10.8%



模拟晶圆厂合作伙伴

• 8” 晶圆厂 中国上海 21,000

• 8”, 12” 晶圆厂 中国
40,000 8”

12,000 12”

• 8” 晶圆厂
中国上海

中国无锡

10,000 8”

10,000 12”

• 8” 晶圆厂 韩国清州 20,000

• 8” 晶圆厂 台湾新竹
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产能
(片/月)

全球领先的封装和测试工厂合作伙伴

No. 1 （全球封装厂排名第一）

中国最大封装厂

No. 3 （全球封装厂排名第三）
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测试工厂，位于台湾

No. 7 （全球封装厂排名第七），位于马来西亚

封装和测试工厂，位于中国



品质: 所有产品近 12 个月的 DPPM
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DPPM: 百万零件中不良品数（每百万零件中有效确认的不良品比率）

Jul-20 Aug-20 Sep-20 Oct-20 Nov-20 Dec-20 Jan-21 Feb-21 Mar-21 Apr-21 May-21 Jun-21
Shipment 526 410 443 548 486 399 596 432 493 638 500 480
DPPM 0.530 0.551 0.566 0.567 0.545 0.524 0.51 0.514 0.502 0.484 0.471 0.455
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AEC 产品近 12 个月的 DPPM

12

Jul-20 Aug-20 Sep-20 Oct-20 Nov-20 Dec-20 Jan-21 Feb-21 Mar-21 Apr-21 May-21 Jun-21
Shipment 21.33 21.24 20.60 30.50 27.60 25.59 38.39 29.24 30.10 42.52 34.41 32.08
DPPM 0.167 0.156 0.217 0.211 0.232 0.223 0.227 0.195 0.153 0.147 0.144 0.135
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先进的半导体技术

 业内首家90nm, 60nm BCD工艺

 业内首家Flip-Chip电源管理芯片
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单片集成解决方案：最高耐压可到1000V 

输
出

电
流

10A

20A

40A

80A

60A

6V 16V 22V 36V 100V 200V 500V

BCD6

BCD5H

BCD5SOI
BCD5HV

输入电源电压

伺服器/

台式机 笔记本电脑

汽车/

运动控制 超声设备 AC/DC

1000V

第6代
• 业界顶级的模拟和

电源集成工艺，并
支持数字和存储器

• 55nm, 12” 晶圆

 Fabless专有制程技术

 采用最先进的模拟电源晶圆制造设备

10  MPS持续开发新一代工艺
 BCM09工艺使得导通电阻与面积的乘积更低（从而同等耐电下，导通电阻可以更小），业界领先;



封装工艺横截面对比

焊线工艺 Mesh Connect™ 
(无焊线工艺)

可靠性更高、尺寸更小、散热性能更好 、

感抗极小、响应更快
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VS.

集成工艺
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700V FET in TSOT23

高集成度的单晶元设计



产品系列

• 高压降压调节器

• 高压 LDO

• 反激控制器

• 反激同步整流器

• 有源 PFC 控制器

• LLC 谐振转换控制器

• LLC 同步整流器

• PFC & LLC 组合控制器

• X 电容泄放器

AC/DC 功率转换

• 升压 (Boost)

• 降压 (Buck)

• 升降压

• CPU 内核供电

o 50A DrMOS，采用 QFN (5mmx5mm)
封装

• 功率磁性元件

o 一体成型电感

o 半屏蔽式电感

DC/DC 功率转换

• 锂离子单电池和多电池供电

• 带 USB 识别的充电器

• 开关充电器

• 线性充电器

• 集成移动电源解决方案

电池管理

• 模拟输入 D 类音频放大器

• PWM 输入功率级

D 类音频

• 背光驱动器

• 电致发光驱动器

• 闪光灯驱动器

• LCD 电源

显示器背光电源 电熔丝，USB & 负载开关

• AEC-Q100 

o DC/DC

o LED 照明

o 电源模块

o 电机驱动器

o USB 充电

o 显示器背光电源

o 精密模拟

汽车 & 工业

• TRIAC 可调光 AC/DC LED 控制器

• PWM 和模拟可调光 AC/DC LED 控制器

• DC/DC LED 控制器 : 降压、升压和升降压

• LED 防护 IC

LED 照明

• CPU 核心功率

• 大电流 DrMOS

o 60A DrMOS，采用 QFN (4mmx5mm) 封
装

• POL 

计算机电源

• 6V, 600mA 至 4A

• 16V, 600mA 至 60A

• 21V, 600mA 至 2A

• 36V, 600mA 至 5A

• 55V, 1A 至 3A

• 75V, 300mA

电源模块

• 直流无刷电机驱动

• 步进电机驱动

• 直流有刷电机/电磁阀驱动器

• 半桥/全桥/三相功率级

• 磁角度位置传感器

电机驱动 & 位置传感器

• 模转数变换器

• 模拟开关

• 电流采样放大器

• 运算放大器

• 基准电压

精密模拟

• 可编程电流限高达 50A

• 可调转换速率

• 反向电流阻断功能

• 输出放电功能（负载开关）

• 集成自动检测功能

• 引脚可兼容

• 可并联10台设备

• PMBus 命令和控制
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工业类及中高端家电电源系统发展

中高端家电的电源系统

工业类产品的电源系统

MPS小功率开关电源技术



功率因数校正

EMI
滤波

直流变频

压缩机

电机

风机

MOS
IGBT
IPM

人机交互供电系统         
离
线
开
关
电

源
风扇、驱动、直流

主线供电

WIFI/2.4G/ZigB

others

二级开关电源

（多路）
MCU

系统

界面

家电产品电源系统

家电产品功能日益丰富、功耗增大，和系统设计简化、可靠性要求提高之间的矛盾。主要矛盾

Power System

Power System

EMI
滤波 交流机

可控硅

继电器

传感器反馈

ON/off

传统主机方案

元器件<100pcs
工作环境单一

元器件>300pcs
工作环境复杂

新一代主机方案

MPS 电源方案特性---家电

家电产品功能日益丰富、功耗增大，和系统设计简化、可靠性要求提高之间的矛盾。主要矛盾

方案 集成度 电路主要器件数量 传统电路主要器件数量

MPM模块电源 器件集成 4 >8 (电感、肖特基、反馈)

MPX all in one电源 器件/功能集成 <20 >28 (反馈系统、同步整流系统)

HR12XX 电源 功能集成/数字化 30
>45(Vcc供电、启动系统、PFC
控制、数字设计)

 集成度

 EMI 设计

 全温度范围设计
150 kHz 30 MHz
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工业类产品电源系统

主要矛盾 工业类产品丰富工作场景、对电源的综合要求提高，和传统方案更新换代慢之间的矛盾。

功率因数
逆变整流

特征：
 系统复杂：主功率电源系统、辅电供电系统、

信号网络；
 经常不共地，需要高压绝缘设计；
 电源种类多：离线式、DCDC、信号隔离、驱

动芯片、限流保护等，UPS等产品涉及电池；
 极限电压越来越宽；
 可靠性要求极高；

隔离信号传输

离线开关电源

驱动电源

二级开关电源

MCU MCU

驱动电源

工业类产品电源系统

主要矛盾 工业类产品丰富工作场景、对电源的综合要求提高，和传统方案更新换代慢之间的矛盾。

HFC0500 原理图 传统PWM控制器原理图

新型控制器具有完备的功能：X电容放电、内置高压电流源/斜坡补偿/软启动，抖频/降频/限频率，等等

目前仍有大量的光驱动、线性电源、传统PWM控制器等方案在工业产品使用，更新换代缓慢。



MPS小功率开关电源技术

高频化 小型化 模块化

EMI问题

开关损耗

Die size体积
损耗

封装体积和散热
外围器件体积

高频化和小型化
的

所有问题

我们的物料
实现了

我们解决了
这些痛点

MPS 高频方案设计---反激频率从200k升到600kHz

 低成本

 远程控制

 易于安装

 兼容性好

Power Over Ethernet 以太网供电 IEEE802.3 .af 标准 Vin=48V Pout=<13W 
PSE (Power Sourcing Equipment) provide power to PD (Power Device) over Ethernet cable

PSE PD

IEEE 

802.3 af

VOUT 44V – 57V VIN 37V – 57V

POUT 15.4W PIN 13W

IEEE 

802.3 at

VOUT 50V – 57V VIN 42.5V – 57V

POUT 30W PIN 25.5W

IEEE 

802.3 bt

VOUT 50V/52V – 57V VIN ~41V – 57V

POUT 90W PIN 71.3W

PoE供电规格：



PoE方案介绍
5. CM Choke

1. IC Solution
6. RCD Snubber

3. Transformer
4. Capacitor

2. Complex 
Feedback

传统方案

最新方案

Traditional 
Solution

36mm

16mm

MP8017 优点

MP8017
 QFN(3x4mm) 小封装

 EP7 变压器 输出 12W

 SW反馈，不需要Opto-Coupler/TL431

 超小输入输出电容

 EMI优秀，不需要共模电感

 有源钳位技术省去了RCD吸收

MP8017 兼容 IEEE802.3 af PoE PD 方案，集成PD协议、反激和两组功率管（四合一）.



如何减小变压器体积

Pain Points
How to reduce the transformer size to get lower solution size and cost? 

𝑛 ൌ
𝑉ூே ൈ 𝐷

𝐴ா ൈ 𝐵ெ஺௑ ൈ 𝑭𝑺𝑾

更高的频率
250KHz  650KHz

9.5x8.9x11mm

EP13 EP7

MP8017 12W

17.7x13.5x12.3mm

MP8017 Advantages:
 Fewer winding without aux-winding.
 Fewer winding turns with up to 650KHz frequency.

如何减小变压器体积



更少的绕组



如何减少输出和输出电容

CCM
更高的频率

250KHz  650KHz
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𝐶𝑂𝑈𝑇

输入纹波

输出纹波

高频EMI测试怎么解决

Pain Points
1. Hard to tune EMC performance.
2. CM choke increases cost and solution size.



高频EMI怎么解决
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无抖频工作

MP8017
抖频工作

MP8017 Advantages:
 MP8017 offers spread-spectrum frequency dithering, it typically reduce of 4-6 dB at the fundamental switching 

frequency and 10-20 dB for higher-frequency harmonics 

MP8017 开关波形通常的开关波形

MP8017 Advantages:
 Advance Snubber control topology get smooth SW waveform, which strongly improves EMI performance. 

高频EMI怎么解决



先进的吸收设计

MP8017有源钳位传统吸收电路

 减少RCD器件和损耗；
 减少开关的开通损耗；
 将漏感能量回收，参与工作；

有源钳位工作原理

GMain

GSync

Isnub

Ipri

Vds

Imos

T0 T1 T2

*

*

Gmain

GSync

Isnub

Ipri

VdsImos



MP8017 EMI 表现

PD 
interface

Hot-swap

CBUK
CINPower 

from 
PSE

T1

DCDC

Power 
MOS

COUT

DOUT

L1 Snubber

TL431
Opto-

Coupler

原边反馈介绍

Pain Points
1. Complex circuit with the Opto-coupler and TL431 network.
2. Hard to tune loop stability.
3. Need external soft-start circuit.
4. Large layout area and higher cost.



最新的原边反馈技术
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传统原边反馈传统SSR副边反馈

VBUS D1 VOUT

SW

R1

FB

C2

MP8017开关点反馈

TL431 / Opto-coupler Aux-winding + FB 电阻 单电阻

MP8017 Advantages:
 Sampler BOM and simpler design.
 Lower transformer cost without aux-winding.
 More primary-winding and secondary-winding to improve efficiency with same core.

PoE Roadmap

Released In Development

PD + DCDCPD PSE

MP8001
13W P, internal FET

IEEE 802.3af Std

MP8003A
25W P, internal FET

IEEE 802.3at Std

Power 
Rating

MP8004
802.3af PD with 

SSR flyback converter

MP8007H 
802.3af PD with 

PSR flyback/buck

MP8009
802.3at PD 

Flyback/Forward Controller
PSR/SSR regulation MP3924

4-Port PSE Controller 
IEEE 802.3af/at Std

MP8020
802.3bt PD 

internal + extenral FET 
IEEE 802.3bt Std

MP8030
802.3bt PD 

Flyback/Forward Controller
PSR/SSR regulation

DCDC

MP6004
3A Isw PSR flyback / buck 

with 180V 0.8Ω FET

MP6002
4A PWM converter with
180V 0.45Ω MOSFET

MP3910
flyback controller
SSR regulation 

MP6005
Flyback/Forward Controller 
with PSR/SSR regulation

MP8008
802.3at PD

flyback controller
SSR regulation 

MP8017 
Now generation 802.3af PD 

with PSR/SSR flyback

Newly Released Sampling

IEEE802.3af
13W

IEEE802.3at
25.5W

IEEE802.3bt
71.3W

Recommended for New Design



MPS小功率开关电源技术

高频化 小型化 模块化

EMI问题

开关损耗

Die size体积
损耗

封装体积和散热
外围器件体积

高频化和小型化
的

所有问题

我们的物料
实现了

我们解决了
这些痛点

封装技术小型化

1st gen

2nd gen

3rd gen

• First 2A/3A sync Buck in SOIC8 

(5x6mm) pkg in the world – since 2005

• More than 20+ p2p competitors

• First 2A /3A sync Buck in SOT23 

(3x3mm) pkg in the world – since 2011

• TI also dev. P2P part

• Other 5+ p2p competitors

• First 2A /3A sync Buck in SOT563/SOT583 

(1.6x1.6mm) pkg in the world – since 2015

过去10多年，MPS一直在引领开关电源BCD工艺和封装技术， 同时，MPS也提
供最先进的QFN和CSP封装工业开关电源变换器；



封装工艺横截面对比

焊线工艺 Mesh Connect™ 
(无焊线工艺)

可靠性更高、尺寸更小、散热性能更好 、

感抗极小、响应更快
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VS.

40

DCDC控制方式

Monolithic Power Systems
®

目前DCDC芯片的控制方式主要有电压模式(VM)，峰值电流模式(PCM)和固定导通时间模式(COT)，滞
环控制（多见于LED驱动），目前较多的是电流模式控制和固定导通时间模式；

电压模式控制电压模式控制 电流模式控制电流模式控制 固定导通时间模式控
制
固定导通时间模式控
制

1.不需要环路补偿网络，设计更
简单.

2. 不需要通过运放来调整输出，
可以达到更快的瞬态响应,不再
受限于运放延迟和稳定性问题

3. 重载准PWM调制和轻载PFM
的无缝转换过程，可达到全负
载的高效率

1.不需要环路补偿网络，设计更
简单.

2. 不需要通过运放来调整输出，
可以达到更快的瞬态响应,不再
受限于运放延迟和稳定性问题

3. 重载准PWM调制和轻载PFM
的无缝转换过程，可达到全负
载的高效率

1. 采样了电感电流，电流上升率决
定于Vin-Vo和电感，消除了对输
入电压响应的延迟和因输入电压
变化引起的增益变化

2. 误差放大器控制了输出电流，而
不是输出电压，输出滤波器增加
了一个极点，补偿更加容易，可
以得到宽范围的高增益

3. 逐周期的电流限流保护，提供可
靠的过流保护和短路保护

1. 采样了电感电流，电流上升率决
定于Vin-Vo和电感，消除了对输
入电压响应的延迟和因输入电压
变化引起的增益变化

2. 误差放大器控制了输出电流，而
不是输出电压，输出滤波器增加
了一个极点，补偿更加容易，可
以得到宽范围的高增益

3. 逐周期的电流限流保护，提供可
靠的过流保护和短路保护

1. 自带的三角波发生器，防止了采样
电流的噪声干扰，提供了稳定的调
制输出

2. 任何负载或输入电压变化，只有引
起输出电压变化后才会进行调整，
响应速度比较慢

3. 输出滤波器增加了两个极点，补偿
是需要在主极点增加一零点，而且
增益随着输入电压变化，补偿比较
困难

1. 自带的三角波发生器，防止了采样
电流的噪声干扰，提供了稳定的调
制输出

2. 任何负载或输入电压变化，只有引
起输出电压变化后才会进行调整，
响应速度比较慢

3. 输出滤波器增加了两个极点，补偿
是需要在主极点增加一零点，而且
增益随着输入电压变化，补偿比较
困难

DCDC 控制方式优化
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峰值电流模式

II型补偿网络

输出滤波器只有1个极点，本身具有较大的相位裕量，只需要II型补偿网络补偿，设计
相对简单，容易稳定。电流内环加电压环，对负载变化和输入电压变化可以较快响应。

传统DCDC 控制方式
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固定导通时间模式控制

通过在反馈上叠加与电感电流
同相位斜坡电压分量与参考电
压比较产生PWM信号，没有运
算放大器延时，对负载变化和
输入电压变化可以快速响应。

叠加斜坡

COT控制方式

MPS 固定导通时间模式控制方案采用内部斜
坡产生电路。节省了外围器件。



传统 MCM type DrMOS 上 MOSFET

20ns gate drive
delay

传统DCDC 驱动方式

分布式驱动 Distributed Gate Driver (DGD) 
可以最小化门极延时 <2ns, 可以确保每个单元
均匀分配电流；

MPS的 DrMOS 产品集成二楼驱动、FETs、PWM 逻辑单元、采样单元和保护电路在单块晶圆上，各部分
工作运行无缝连接；

MPS DCDC DGD 驱动方式



MCM(Co-pack,NXX) Intelli-phase系列

通过MPS集成技术可以很好的控制死区时间，对芯片性能、尤其是效率有明显优化；

不同驱动方式效果对比

小型化进程中的问题被一一化解

小型化

Die size体积

损耗

封装体积和散热

外围器件体积

先进的晶圆制造工艺

COT控制技术

先进的驱动技术

先进的封装工艺

高频化



MPS小功率开关电源技术

高频化 小型化 模块化

EMI问题

开关损耗

Die size体积
损耗

封装体积和散热
外围器件体积

高频化和小型化
的

所有问题

我们的物料
实现了

我们解决了
这些痛点

电源模块化

Lead Frame

• Mature IC Technology

• Reliable

• Lower Cost

High Quality Passive 
Components
• Wide Temp Range

• Tier 1 supplier

• Soft-saturation

Monolithic Switching 
Regulators
• Flip-Chip Technology

• Less Parasitic L, Better EMI

QFN Package
• Single step assembly process

• Simple SMT

• High Reliability

• Easy to Solder

• High Quality Control

主要优势

• 简洁的PCB布置

• 小体积解决方案

• 最少外围器件

• 缩短开发时间

• 模块全集成体，品质保证

• 良好的EMI效果

竞争对手封
装流程复杂



1. 单晶圆的功率+控制减小了芯片的面积

2. 倒装的封装工艺减小了芯片的占板面积

3. 提高开关频率减小电感体积

4. 电感/芯片的3D封装进一步提高功率密度

5. 多路输出模块减小了整体方案占板面积

Key Advantages：电源模块为什么可以做的那么小？

1. 优化模块设计，减小功耗

2. 芯片倒装工艺降低了热阻

3. 低高度的模块设计可以和主芯片共用散热器

4. 3D封装帮助散热更加均匀

Key Advantages：MPS电源模块独特设计帮助了散热



Key Advantages：电源模块简化了设计的复杂度 – 100A设计举例

VIN

CTRL

PG

VCC

VCC>

VDR

SCL

SDA

ALT

VOUT

VSNS+

VSNS-

IREF

ISUM

ADDR

AGNDGND

33µF 10µF
x2

47µF
x6BST

SW

TAKE

PASS

VCC TAKE

TAKE

4.5-18V 
Input

0.5V-5.5V 
20A

MPM3695-25MPM3695-100

0.5V-2V
100A

MPS 100A模块典型应用图100A分立方案（Controller+DrMOS）典型应用图

电源模块简化了PCB布板的风险以及复杂度 – 100A设计举例

• 模块集成了控制器，功率
MOSFET，电感以及滤波电容

• 外围仅需输入输出电容
• 及其简单的PCB布线
• 优化的模块管脚分布

实例: MPM3695-100, 带PMBus，可并联的100A电源模块，15x30x5.3mm BGA封装



MPM3695-100

• Input range: 4V-16V; output range: 0.5V-3.3V

• Peak 90.5% at 12V input, 1V output

• Parallel for up to 800A at 1.8V or below

• Up to 70% footprint reduction compared to 
discrete solution

• Ultra-fast transient – requires minimized output 
capacitance

• PMBus 1.3 Compliant 

• BGA packages (15x30x5.18mm, 1.27mm pitch)

• Low Profile: 5.18mm

主要特征

400A EVB with MPM3695-100

Total Solution 
for 100A!

应用场景

• FPGA and ASIC core power

• Telecom / 5G switch power

发热测试

测试条件:
12V 输入
0.85V 输出
320A 持续电流
18OC 环境
4xMPM3695-100
0.5m/s 气流

4-Module Picture



Thank you!


